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　　市场监管总局收到科天公司（KLA-Tencor Corporation，以下简称科天）收购奥宝科技有限公司

（Orbotech Ltd.，以下简称奥宝科技）股权案（以下简称本案）的经营者集中反垄断申报。经审查，市场监管

总局决定附加限制性条件批准此项经营者集中。根据《中华人民共和国反垄断法》（以下简称《反垄断法》）

第三十条规定，现公告如下：

　　一、立案和审查程序 

　　2018年4月28日，市场监管总局收到本案经营者集中反垄断申报。经审核，市场监管总局认为该申报材料不

完备，要求申报方予以补充。2018年6月26日，市场监管总局确认经补充的申报材料符合《反垄断法》第二十三

条规定，对此项经营者集中申报予以立案并开始初步审查。2018年7月25日，市场监管总局决定对此项经营者集

中实施进一步审查。2018年10月22日，经申报方同意，市场监管总局决定延长进一步审查期限。2018年12月18

日，进一步审查延长阶段届满时，申报方申请撤回案件并得到市场监管总局同意。2018年12月20日，市场监管

总局对申报方的再次申报予以立案审查。市场监管总局认为，此项集中对半导体沉积、蚀刻设备（以下简称沉

积设备、蚀刻设备）市场，具有或可能具有排除、限制竞争效果。目前，本案处于进一步审查阶段，截止日期

为2019年4月17日。 

　　在审查过程中，市场监管总局征求了有关政府部门、行业协会、同业竞争者及下游客户意见，通过召开座

谈会、实地调研等方式了解相关市场界定、市场参与者、市场结构、行业特征等方面信息，并对申报方提交的

文件、材料真实性、完整性和准确性进行了审核。 

　　二、案件基本情况 

　　收购方：科天。该公司于1997年在美国设立，在美国纳斯达克证券交易所上市，主要从事晶圆检测、度量

等半导体工艺控制设备（以下简称工艺控制设备）的生产和销售。 

　　被收购方：奥宝科技。该公司于1981年在以色列设立，在美国纳斯达克证券交易所上市，主要从事平板显

示器设备、印制电路板设备、半导体设备的生产和销售。 

　　科天与奥宝科技于2018年3月18日签署协议，科天以现金和换股形式收购奥宝科技全部股份。集中完成后，

奥宝科技成为科天的全资子公司。 

　　三、相关市场 

　　（一）相关商品市场。 

　　经调查，科天和奥宝科技在工艺控制设备市场、沉积和蚀刻设备市场存在纵向关联和相邻关系。 

　　1. 工艺控制设备。 

　　工艺控制设备是用于监控半导体器件制造和封装工艺，检测半导体器件生产过程中的缺陷以及测量关键指

标的设备，包括薄膜测量设备、晶圆检测和缺陷复测设备等多个种类。 

　　根据适用工序及检测精度不同，工艺控制设备分为前沿应用工艺控制设备、特种应用工艺控制设备和先进

封装工艺控制设备。前沿应用工艺控制设备和特种应用工艺控制设备均用于前端晶圆加工环节，前者用于检测

特征尺寸在28纳米以下的前沿半导体器件；后者用于检测特征尺寸在28纳米以上的特种半导体器件。先进封装

工艺控制设备是用于后端晶圆级封装过程中检测缺陷、测量指标的设备。 

　　2. 沉积设备和蚀刻设备。 

　　沉积设备是将薄层导电或非导电材料添加到晶圆上的工艺设备，包括：化学气相沉积设备、物理气相沉积

设备等。蚀刻设备是从晶圆上未掩蔽部分选择性去除材料的工艺设备，包括：干法蚀刻设备、湿法蚀刻设备



等。根据适用工序及精度不同，沉积、蚀刻设备同样可分为前沿应用沉积和蚀刻设备、特种应用沉积和蚀刻设

备、先进封装沉积和蚀刻设备。 

　　半导体器件制造和封装工艺技术更新快，前沿应用、特种应用、先进封装设备之间的界限并非一成不变，

难以彼此割裂和固化。行业调研表明，随着半导体器件特别是集成电路的特征尺寸越来越小，一方面，所需半

导体设备精度不断提升，前沿应用与特种应用设备的界限随之前移，未来可能由当前的28纳米缩小至10纳米以

下；另一方面，半导体器件后端先进封装技术不断发展，与前端晶圆加工工艺的结合愈加紧密，特种应用和先

进封装设备的技术与应用逐步接近。 

　　经调查，科天业务涵盖前沿应用、特种应用和先进封装工艺控制设备，奥宝科技业务涵盖特种应用和先进

封装沉积、蚀刻设备，且不能排除其进入前沿应用沉积、蚀刻设备市场的可能性。无论是否细分，均不影响对

双方市场力量的认定。因此，本案相关商品市场界定为工艺控制设备、特种应用和先进封装沉积设备、特种应

用和先进封装蚀刻设备市场，同时考察交易对前沿应用沉积、蚀刻设备市场的潜在影响。 

　　（二）相关地域市场。 

　　半导体设备在全球范围内供应和采购，设备制造商在全球范围内展开竞争，不存在明显阻碍半导体设备跨

境贸易的壁垒。中国半导体设备需求高度依赖进口，进口比例超过80%。因此，本案在考察全球市场的同时，重

点考察集中对中国市场的影响。 

　　四、竞争分析 

　　市场监管总局根据《反垄断法》第二十七条规定，从参与集中的经营者在相关市场的市场份额及其对市场

的控制力、对消费者和其他有关经营者的影响等方面，深入分析了此项经营者集中对市场竞争的影响，认为此

项集中对沉积、蚀刻设备市场，具有或可能具有排除、限制竞争效果。 

　　（一）集中后实体在工艺控制设备市场上具有市场支配地位，有能力实施纵向封锁、捆绑搭售行为。 

　　1. 集中后实体在工艺控制设备市场具有市场支配地位。科天在全球和中国工艺控制设备市场份额分别为

50-55%、55-60%，均排名第一位，具有市场支配地位，市场上排名第二、三位的竞争者市场份额仅在10%左右，

远远低于科天，难以对科天形成有效的竞争约束。 

　　2. 沉积和蚀刻设备制造商高度依赖科天设备，使其有能力实施纵向封锁。沉积和蚀刻设备制造商需要使

用科天的颗粒检测、薄膜测量等工艺控制设备，以检测和完善设备性能、研发新一代设备。市场调研显示，科

天的工艺控制设备已成为业内评价沉积、蚀刻设备性能的重要标准，是设备制造商开展业务的关键投入。 

　　3. 半导体器件制造商和封装企业高度依赖科天设备，使其有能力实施捆绑搭售。半导体器件制造商和封装

企业在各自工艺流程中依赖大量科天工艺控制设备来检测其产品的缺陷及关键指标，以保障最终产品符合客户

要求。市场调研显示，科天工艺控制设备的检测指标是终端应用客户衡量半导体器件制造商和封装企业技术能

力的重要参考。 

　　4. 工艺控制设备属于技术和资本密集型行业，市场进入壁垒高。经过多年经营，科天在工艺控制设备市场

积累了大量专业技术和丰富行业经验，且每年投入巨额资金进行研发，使其能够长期保持市场领先地位，潜在

竞争者很难在短期内进入工艺控制设备市场与其展开有效竞争。 

　　（二）集中后实体具有排除、限制沉积和蚀刻设备市场竞争的动机和条件。 

　　1. 沉积、蚀刻设备市场具有更大规模。半导体器件制造过程中需要循环反复使用沉积、蚀刻设备，其市

场需求规模庞大，远超工艺控制设备市场规模。集中前，科天仅在工艺控制设备市场从事经营活动，集中后科

天通过奥宝科技进入沉积、蚀刻设备市场，能够获得更广阔的市场发展空间。 

　　2. 特种应用和先进封装沉积、蚀刻设备市场发展前景广阔。随着前沿半导体器件市场的研发和生产成本

大幅上涨，以及物联网、人工智能等新兴市场快速崛起，功率器件等特种半导体器件和先进封装工艺将迎来较

大的市场空间，刺激相关设备市场需求，使奥宝科技所在的特种应用和先进封装沉积、蚀刻设备市场发展潜力

巨大。 

　　3. 集中后实体获得了拓展沉积、蚀刻设备市场的条件。奥宝科技在特种应用和先进封装沉积、蚀刻设备市

场已占有一席之地。在全球和中国特种应用和先进封装沉积设备市场，奥宝科技市场份额分别为15-20%、10-

15%。在全球和中国特种应用和先进封装蚀刻设备市场，奥宝科技市场份额分别为15-20%、20-25%。交易后，集

中后实体可以利用奥宝科技已有的市场占有率进一步拓展沉积、蚀刻设备市场。 

　　（三）集中可能在沉积、蚀刻设备市场产生排除、限制竞争的效果。 
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